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摘 要

COC(Cyclic Olefin Copolymer)材料有低透水性、高透光度等較其他高分子材料所不及之優點，本文針對其應用在可撓式基

板上之力學行為，分別以實驗量測及理論分析進行研究。在實驗量測部分，先將COC顆粒製作成透明薄板後使用儀器量測

光學特性，然後進行往復彎曲實驗，觀察其表面受到往復壓縮後所產生之皺折紋理及受到往復拉伸後產生之破裂紋理情形

。在理論分析部分，分成單層COC材料薄板及ITO/COC複合薄板進行理論分析，利用ANSYS有限元軟體，分別以2D及

3D模式進行數值模擬，分析其產生之撓曲位移、應變、應力等力學行為。針對量測實驗和理論分析結果加以討論，並獲得

一些在應用上可供參考的結論。
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